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Introduction

1. 3D integration in ISSCC2013

2. それで？
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Clock distribution, ISSCC2013 3

Sorry
Comments by the presenter
上下スタックしたチップのクロック信号配
信。
上下チップ間はワイヤレス伝送。



Image sensor, ISSCC2013 4

Sorry
Comments by the presenter
バンプ接合したチップスタック



Image sensor, ISSCC2013 5

Sorry
Comments by the presenter
センサ/信号処理回路のTSV積層

センサチップの周辺の回路と下層信号
処理回路とをTSV積層している。



Wide I/O, ISSCC2013          from Dream Chip 6

Sorry
Comment by the presenter
Dream chipプロジェクトの成果であ
るワイドI/Oの発表である。



Sensing, ISSCC2013 7

Sorry
Comments by the presenter
3D技術は確実に進展.
Shuttle service利用の3D技術は、プロセ
ス技術的課題を抱えている。Dream chipプ
ロジェクトの技術はきわめて高い。
3D/TSVをつかったチップだけではなく、そ

れを利用した応用展開が進んでいる。



ソリューションの創出・技術の階層構造
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Swarm 
Intelligence階層

サブシステム階層

機能ﾓｼﾞｭｰﾙ階層

Sensor-Actuator-Control Network System

地球温暖化の回避と社会・持続的産業発展・新規産業創出

要素技術階層

部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ階層 MEMS BioCMOS

Si photonics Interconnect

環境調和材料Si

Sensor
Actuator

Energy Harvesting光機能

通 信 Processing
ADC

メモリー

システム・ネット
ワーク階層

社会システム階層

2D/2.5D/3D（SoC/SiP）・機能集積

情報・エネルギーネットワーク管理制御システム

携帯･スマホ その他中継端末

Application/Web Service Network System
Cloud Computing System

Mobile Network Access Network

素 材 層

（例）技術ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

Interfaceが課題

電力網 家庭・ｺﾐｭﾆﾃｨ 農業･漁業交通・輸送自動車 医療･ﾍﾙｽｹｱ

Organic Printing Mat.

Photonics Spin

Interfaceが課題

Interface
標準化
技術ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ



これから

ドリームチッププロジェクトは、成果を挙げている。
応用を見据えた成果も産まれた。

広く利用されるようになることが必要。

3D技術により、半導体プレーヤーが増えること

がもっとも大きなインパクトである。

成果を使い、我が国の産業活性化、技術力発展
のために、多くの方々の知恵をお願いいたしま
す。
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進化には、深化と新化が必要！



Thank you!


